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ENAMEL - Materialy a technologie enkapsulace u smart a e-textilii

Projekt mezinarodni spoluprace v rdmci 35. vyzvy programu CORNET ‘) c o rn e‘l'

Projekt je feSen v ramci OPTAK- program Spoluprace - klastry - I. vyzva

Partnefi projektu: Fraunhofer IZM Berlin
Hochschule Niederrhein / University of Applied Sciences Krefeld
Zapadoceska univerzita v Plzni
VUB a.s. Usti nad Orlici

S podporou asociaci: Forschungskuratorium Textil e. V. - FKT (SRN)
Clutex — klastr vyrobet technickych textilii (CR)

Termin FeSeni: 01/2024 - 12/2025

Zaméreni projektu

Projekt ENAMEL si klade za cil vyzkum a vyvoj technologii enkapsulace/pouzdieni pro
elektronické systémy integrované do textilii se zaméfenim na dlouhodobou spolehlivost,
trvanlivost, moznosti primyslové vyroby a standardizaci.

Nové materidly a procesy budou vyuzitelné v nové vznikajicim trznim sektoru smart a
elektronické textilie (e-textilie).

Specifické cile

Vyvoj novych technologii enkapsulace/pouzdieni hybridnich niti termoplastickymi materialy
a jejich implementace do vodivych textilnich stuh a také (selektivni) kryti vySivanych,
tkanych nebo pletenych vodivych drah/struktur v ploSnych textiliich vcetné nasledné
integrace a enkapsulace elektronickych prvki.

V ramci projektu bude rovnéz vyvinuta technologie zakazkové vyrabénych 3D tisténych
pouzder z termoplastického materialu s pfesné¢ definovanymi dutinami pro elektronické
komponenty nebo moduly.

V jednotlivych etapach projektu budou vyvinuty vhodné elektricky vodivé ptize/nité, plosné
textilie pro integraci vodivych drah, elektronické soucastky vhodné pro integraci do textilnich
materiali a také materidly pro enkapsulaci. Tyto materidly se budou testovat a nasledné
optimalizovat z hlediska jejich pouZitelnosti ve smart a e-textiliich.

Planované vystupy
Funk¢ni vzorek 1: Vysoce vodivé hybridni ptize/nité s individualné izolovanymi mikrodratky
termoplastickym polymernim materidlem.

Funkéni vzorek 2: Plné enkapsulovand pruzna vodiva stuha s integrovanymi elektronickymi
komponenty/moduly.



